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(54) Title: SYSTEM FOR PROCESSING WAFERS 

(54) Bezeichnung: ANLAGE ZUR BEARBEITUNG VON WAFERN 

(57) Abstract 

The invention relates to a 
system for processing wafers in at 
least one clean room (1). The in- 
ventive system comprises an ar- 
rangement of production units (2) 
for carrying out individual pro- 
duction steps and a transport sys- 
tem for transporting the wafers be- 
tween different production units 
(2). Furthermore, at least one con- 
trol station (7) is provided for auto- 
matically tracking and controlling 
the material flow of the wafers. 
Process data is read in the control 
station (7) by the production units 
(2) and/or the transport system. 

(57) Zusammentassung 

Die Erfindung betrifft 
cine Anlage zur Bcarbeitung 
von Wafera in wenigstens 
einem Reinreum (1) mit einer 
Anordnung von Fertigungsein- 
heiten (2) zur Durchfflhrung 
einzemer Fertigungsschritte 
und einem Transportsystem 
rum Transport der Wafer 
zwischen unterschiedlichen 

Fertigungseinheiten (2). Zudem ist wenigstens ein Leitstand (7) zur automatischen Verfolgung und Steuerung des Materialflusses der Wafer 
vorgesehen, wobei von den Fertigungseinheiten (2) und/oder dem Transportsystem ProzeBdaten in den Leitstand (7) etngelesen werden. 
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Beschreibung 

Anlage zur Bearbeitung von Wafern 

5 Die Erf indung betrif f t eine Anlage zur Bearbeitung von Wafern 
gemSB dem Oberbegrif f des Anspruchs 1 . 

Derartige Anlagen umf assen eine Vielzahl vori Fertigungsein- 
heiten, mit welchen unterschiedliche Fertigungsprozesse 

10 durchgeftlhrt werden. Bei diesen Fertigungsprozessen handelt 
es sich insbesondere vim Atzprozesse, NaBchemieverfahren, Dif- 
fusionsprozesse sowie diverse Reinigungsverfahren wie zum 
Beispiel CMP-Verfahren (Chemical Mechanical Polishing) . Fttr 
jeden dieser Prozesse sind eine oder mehrere Fertigungsein- 

15 heiten vorgesehen. Zudem kennen in diesen oder in separaten 
Fertigungseinheiten auch MeB- und KontrollvorgSnge durchge- 
ftlhrt werden. 

Der gesamte FertigungsprozeB unterliegt strengen Reinheitsan- 
20 forderungen, so dafl die Fertigungseinheiten in einem Reinraum 
oder in einem System von ReinrSumen angeordnet sind. 

Die Wafer werden in Kassetten in vorbestimmten LosgrOBen Uber 
ein Transportsystem den einzelnen Fertigungseinheiten zuge- 
25 ftlhrt. Auch der Abtransport der Kassetten nach Bearbeitung 
dieser Wafer erfolgt tlber das Transportsystem. 

Das Transportsystem weist typischerweise ein FBrdersystem 
auf, welches beispielsweise in Form von RollenfOrderern aus- 
30 gebildet ist. Die Kassetten mit den Wafern werden dabei auf 
den RollenfOrderern aufliegend transportiert . Alternativ kann 
das FOrdersystem von HSngefOrderern oder dergleichen gebildet 
sein. 

35 Zur Lagerung der Kassetten weist das Transportsystem mehrere 
Stocker auf. Dort erfolgt eine Zwischenlagerung der Kassetten 
mit den Wafern. 
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Der Materialflufi der Kassetten wird dezentral tlber die Ferti- 
gungseinheiten gesteuert. Hierzu weisen die einzelnen Ferti- 
gungseinheiten Bedieneinheiten auf. Diese Bedieneinheiten 
5 weisen typischerweise Rechnereinheiten auf , welche vom Be- 
dienpersonal bedient werden. Die Bedieneinheiten sind dabei 
jeweils an der diesem zugeordneten Fertigungseinheit instal- 
liert. 

10 Die Disposition der Wafer ftlr eine Fertigungseinheit erfolgt 
tlblicherweise tlber das Bedienpersonal . Je nach Bedarf und 
Vorgabe durch das Bedienpersonal wird eine best immte Anzahl 
von Kassetten mit Wafern aus einem Stocker entnommen und der 
Fertigungseinheit zugeftlhrt. Diese Art der Disposition erf or- 

15 dert einen hohen Zeitaufwand ftlr das Bedienpersonal der Fer- 
tigxingseinheiten • 

Nachteilig ist ferner, dafi von einer Bedienperson jeweils die 
fttr die entsprechende Fertigvingseinheit benOtigte Anzahl von 
20 Kassetten disponiert werden kann, ohne dafi eine Abstimmung 
mit dem Bedarf ftlr andere Fertigungseinheiten erfolgt. Diese 
mangelnde Abstimmung ftlhrt zu grofien Stills tandszeiten ein- 
zelner Fertigungseinheiten und grofien Durchlauf zeiten der Wa- 
fer durch die Anlage. 

25 

Zudem ist nachteilig, dafi die Verfolgung einzelner Wafer Oder 
Kassetten mit Wafern Sufierst aufwendig ist. Da die einzelnen 
Fertigungseinheiten von unterschiedlichen Bedienpersonen be- 
trieben werden, besteht die Gefahr von Fehlzuordnungen und 
30 Verwechslungen einzelner Kassetten. 

Der Erf indung liegt die Auf gabe zugrunde eine Anlage der ein- 
gangs genannten Art so auszubilden, dafi diese eine mCglichst 
hohe. Produktivitat bei der Bearbeitung von Wafern aufweist. 

35 

Zur LOsung dieser Auf gabe sind die Merkmale des Ansprtkdis 1 
vorgesehen. Vorteilhafte Ausftlhrungsformen und zweckmaflige 
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Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprtlchen be- 
schrieben. 

Erf indungsgemafi weist die Anlage einen Leitstand zur automa- 
5 tischen Verfolgung und Steuerung des Materialf lusses der Wa- 
fer auf. Hierzu werden von den Fertigungseinheiten und / oder 
dem Transportsystem die Wafer, die Fertigungseinheiten und / 
oder das Transportsystem kennzeichnende Prozefidaten in den 
Leitstand eingelesen. 
10 

Die die Fertigungseinheiten kennzeichnenden Prozefidaten um- 
fassen insbesondere, bb eine Fertigungseinheit* funktionsfahig 
ist oder nicht. Zudem werden Informationen ttber den Auslas- 
tungsgrad der Fertigungseinheit an den Leitstand tibermittelt. 
15 Dabei wird insbesondere an den Leitstand weitergegeben, ob 
eine Fertigungseinheit auf die Anlieferung von Wafern wartet 
und daher momentan stillstehti 

Desweiteren wird an den Leitstand die Anzahl von Kassetten 
20 mit Wafern gemeldet> welche in der gesamten Anlage in Iftalauf 
sind. Dabei werden von den Fertigungseinheiten die Kassetten 
an den Leitstand gemeldet/ welche Kassetten in der Ferti- 
gungseinheit gerade bearbeitet werden und welche Kassetten an 
die Fertigungseinheit angeliefert worden sind und zur Bear- 
25 beitung bereit stehen. 

Desweiteren werden vom Transportsystem die Kassetten mit Wa- 
fern an den Leitstand gemeldet , welche zu dem jeweiligen 
Zeitpunkt auf dem Ffirdersystem transportiert werden \and die 
30 in den Stockern oder anderen Speichersystemen zwischengela- 
gert sind. 

Zur Erfassung der in der Anlage befindlichen Kassetten mit 
Wafern kfinnen beispielsweise optische Erfassungssysteme vor- 
35 gesehen sein f welche die einzelnen Kassetten an vorgegebenen 
Orten der Anlage erfassen. Beispielsweise kdnnen die Erfas- 
sungssysteme als Codelesegerate ausgebildet sein, welche auf 
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den Kassetten aufgebrachte Codes lesen und identifizieren. 
Anhand dieser Codes ist eine eindeutige Zuordnung der Kasset- 
ten mSglich. 

5 Schliefilich werden insbesondere von den Fertigungseinheiten 
Informationen Uber den Ausarbeitungszustand der Wafer an den 
Leitstand gemeldet. Dabei wird insbesondere von einer Ferti- 
gungseinheit an den Leitstand gemeldet , ob die Bearbeitung 
von Wafern einer Kassette fehlerfrei erfolgte oder ob ein 
10 Teil der Wafer nachgearbeitet oder sogar als Ausschufi aus dem 
FertigungsprozeB ausgegliedert werden muB. 

Anhand der in den Leitstand eingelesenen ProzeBdaten wird der 
MaterialfluB der Wafer in der gesamten Anlage verfolgt. Zudem 

15 erfolgt nach Auswertuhg der ProzeBdaten eine Steuerung der 
Fertigungsprozesse zentral tiber den Leitstand. Insbesondere 
wird dabei der MaterialfluB vom Transportsystem zu den Ferti- 
gungseinheiten gesteuert. Zudem kbnnen auch Fertigungsparame- 
ter ftlr die Fertigungseinheiten Uber den Leitstand vorgegeben 

20 werden. 

Der wesentliche Vorteil der erf indungsgemSBen Anlage besteht 
darin, dafl die Steuerung der Anlage zentral tiber den Leit- 
stand in Abhangigkeit sSmtlicher wesentlicher ProzeBdaten der 

25 Wafer , der Fertigungseinheiten und des Transportsystem er- 
folgt. Somit wird der MaterialfluB nicht in kleinen Einzelbe- 
reichen der Anlage sondern ftlr die gesamte Anlage optimiert. 
Unn&tige Stillstandszeiten von Fertigungseinheiten werden auf 
diese Weise vermieden/ wodurch der Auslastungsgrad der Ferti- 

30 gungseinheiten erheblich vergrOBert wird. Zudem erfolgt die 
zentrale Steuerung durch den Leitstand mit einem Minimum an 
Personaleinsatz. 

Der Leitstand weist vorzugsweise eine Rechnereinheit auf , 
35 welche einen GroBteil der Optimierung des Materialflusses au- 
tomatisch abarbeitet. Das Bedienpersonal an den Fertigungs- 
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einheiten braucht ftlr die Steuerung des Materialflusses nicht 
mehr beansprucht werden. 

SchlieBlich ist vorteilhaf t, daB Anderungen im Fertigungspro- 
5 zefi auf einfache Weise durch den Leitstand zentral vorgenom- 
men werden kdnnen, was die Flexibilitat der Anlage erheblich 
erhOht. 

Die Erfindung wird im nachstehenden anhand der Zeichnungen 
10 eriautert. Es zeigen: 

Figur 1 : Schematische Darstellung der raum lichen Anordnung 
einer von einem Leitstand gesteuerten Anlage zur 
Bearbeitung von Wafem* 

15 

Figur 2: Anschluflschema der an den Leitstand gemafi Figur 1 
angeschlossenen Einheiten. 

In Figur 1 ist schematised! eine Anlage zur Bearbeitung von 
20 Wafern dargestellt. Zur Durchftihrung der fttr die Bearbeitung 
der Wafer erforderlichen Fertigungsprozesse sowie ftir die 
Kontrolle der Bearbeitungsqualitat der Fertigungsprozesse 
sind in einem Reinraum 1 eine Vielzahl von Fertigungseinhei- 
ten 2 angeordnet. Alternativ kttnnen die Fertig\ingseinheiten 2 
25 auch auf mehrere Reinraume 1 verteilt sein. 

Die Fertigungsprozesse umfassen insbesondere Atzprozesse, 
Nafichemieverf ahren f Dif fusionsprozesse sowie Reinigungsver- 
fahren. 

30 

Jede der Fertigungseinheiten 2 weist eine Bedieneinheit 3 
auf 9 welche vom Bedienpersonal der Anlage bedienbar ist. Im 
vorliegenden AusfUhrungsbeispiel sind die Bedieneinheiten 3 
unmittelbar an der jeweiligen Fertigungseinheit 2 angeordnet. 
35 Alternativ kOnnen die Bedieneinheiten 3 in einem vom Reinraum 
1 abgetrennten Raum angeordnet seiri/ in welchem keine Rein- 
raumbedingungen herrschen. 
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Die zu bearbeitenden Wafer werden in Kassetten 4 den einzel- 
nen Fertigungseinheiten 2 zugeftlhrt. Als typische LGsgrSfle 
sind 25 Wafer in einer Kassette 4 untergebracht . FUr die Zu- 
5 ftihrung der Kassetten 4 zu den Fertigungseinheiten 2 und den 
Abtransport von den Fertigungseinheiten 2 ist ein Transport- 
system vorgesehen, welches ein F6rdersystem und ein Speicher- 
system aufweist. Bei dem in Figur 1 dargestellten Ausfiih- 
rungsbeispiel sind als Fordersystem Rollenforderer 5 vorgese- 
10 hen. Die Kassetten 4 werden dabei auf den Rollen der Rollen- 
fSrderer 5 aufliegerid transportiert. Das Speichersystem dient 
der Zwischenlagerung der Kassetten 4, wobei als Speichersys- 
tem beispielsweise Stocker 6 eingesetzt werden. Einer dieser 
Stocker 6 ist schematised! in Figur 1 dargestellt. 

15 

Die Entnahme der Kassetten 4 von den RollenfOrderern 5 und 
die ZufUhrung zu einer Fertigungseinheit 2 oder einem Stocker 
6 kann manuell oder tlber nicht dargestellte Handlingssysteme 
erfolgen. 

20 

Zur Verfolgung und Steuerung des Materialf lusses der Wafer in 
der Anlage ist ein Leitstand 7 vorgesehen. Hierzu werden von 
den Fertigungseinheiten 2 und / oder dem Transports yst em die 
Wafer , die Fertigungseinheiten 2 und / oder das Transportsys- 
25 tern kennzeichnende Prozefidaten in den Leitstand 7 eingelesen. 

Der Leitstand 7 selbst kann sich dabei prinzipiell im Rein- 
raum 1 befinden. Bei dem in Figur 1 dargestellten Ausftlh- 
rungsbeispiel befindet sich der Leitstand 7 in einem vom 

30 Reinraum 1 abgetrennten Raum 8. Dies ist deshalb vorteilhaft f 
weil in diesem Raum 8 keine Reinraumbedingungen herrschen 
mtlssen, so dafi dieser Raum 8 einfach und schnell fttr das Be- 
dienpersonal ohne Reinraumkleidung zuganglich ist. Prinzi- 
piell kGnnen die Bedieneinheiten 3 der Fertigungseinheiten 2 

35 in demselben Raum 8 angeordnet sein, in welchem sich der 
Leitstand 7 befindet. 
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Der Leitstand 7 weist eine oder mehrere nicht dargestellte 
Rechnereinlieiten auf , welche die Steuerung der Anlage tiber- 
nehmen. Hierzu sind die Rechnereinheiten des Leitstands 7 an 
Einheiten der Anlage wie insbesondere die Fertigungseinheiten 
2 angeschlossen. 

Ein Beispiel eines derartigen AnschluB schemas ist in Figur 2 
dargestellt. Das AnschluB schema gemafi Figur 2 stellt ein 
Netzwerk dar, welches vom Leitstand 7 gesteuert wird. 

An dieses Netzwerk sind zunachst samtliche Fertigungseinhei- 
ten 2 der Anlage angeschlossen. ZweckmaBigerweise erfolgt der 
AnschluB ttber die Bedieneinheiten 3 der Fertigungseinheiten 
2. Zudem kdnnen den Fertigungseinheiten 2 nicht dargestellte 
Betriebsdatenerfassungsgerate zugeordnet sein, welche eben- 
falls an den Leitstand 7 angeschlossen sind. 

Zudem kennen am Transportsystem mehrere dezentrale Rechner- 
einheiten 9 vorgesehen sein, welche ebenfalls an den Leit- 
stand 7 angeschlossen sind. An diese dezentrale Rechnerein- 
heiten 9 kiinnen jeweils Erf assungssysteme angeschlossen sein, 
welche den Materialf lufl der Wafer erf assen. Diese Erfassungs- 
systeme kdnnen beispielsweise von Codelesern gebildet sein, 
welche auf den Kassetten 4 aufgebrachten Codes zur Klassifi- 
kation der Wafer lesen. 

Anhand der mit den Erfassungssystemen ermittelten ProzeBdaten 
kann im Leitstand 7 ermittelt werden, wieviele Kassetten 4 
mit Wafern in der Anlage im Umlauf sind. Zudem ist damit eine 
genaue Verfolgung der Kassetten 4 mit den Wafern mOglich. 

Anhand der von den Bedieneinheiten 3 und den Betriebsdatener- 
fassungsgeraten in den Leitstand 7 eingelesenen ProzeBdaten 
werden samtliche wesentlichen ProzeBdaten der Fertigungsein- 
heiten 2, wie zum Beispiel Stillstandszeiten, BetriebsstOrun- 
gen sowie Auslastungsgrad erfaBt und im Leitstand 7 ausgewer- 
tet. Zudem werden Informationen ttber den Bearbeitungszustand 
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der Wafer gewonnen. Beispielsweise wird dadurch im Leitstand 
7 erfaflt, welche und wieviele Wafer an einer Fertigungsein- 
heit 2 zur Nachbearbeitung oder als AusschuB ausgeschleust 
werden mtlssen. 

5 

Anhand dieser ProzeBdaten wird der Materialf luB tiber den 
Leitstand 7 zentral gesteuert. Insbesondere kSnnen tiber den 
Leitstand 7 an die dezentralen Rechnereinheiten 9 am Trans- 
portsystem Steuerbefehle ausgegeben werden, durch welche eine 
10 Umlenkung von Wafern fiber die RollenfOrderer 5 erfolgt oder 
bestimmte Kassetten 4 mit Wafern im Speichersystem eingela- 
gert oder aus diesem entnommen werden. 

Zudem kQnnen vom Leitstand 7 auch Steuerbefehle oder Ferti- 
15 gungsparameter direkt an die Bedieneinheiten 3 der Ferti- 

gungseinheiten 2 tlbertragen werden. Dam it werden insbesondere 
die Betriebsparameter der betreffenden Fertigungseinheit 2 
zur Anpassung des Materialflusses in geeigneter Weise einge- 
stellt. Alternativ kOnnen vom Leitstand 7 Bedienanweisungen 
20 fllr das Bedienpersonal an die Bedieneinheiten 3 der Ferti- 
gungseinheiten 2 ausgegeben werden. 

Weiterhin ist an den Leitstand 7 eine Rechnereinheit 10 ftir 
die Instandhaltungseinrichtung der Anlage angeschlossen. 

25 

Zudem ist wenigstens eine Rechnereinheit 11 fttr die Verwal- 
tung des Ersatzteillagers ftlr die Anlage an den Leitstand 7 
angeschlossen. 

30 Arbeitet eine der an den Leitstand 7 angeschlossenen Einhei- 
ten, insbesondere eine Fertigungseinheit 2, fehlerhaft oder 
ist diese Einheit aufgrund eines Defekts ausgefallen # so wird 
eine StOrmeldung von dieser Einheit an den Leitstand 7 tlber- 
tragen. 

35 

Im Leitstand 7 wird diese StOrmeldung ausgewertet . Zweckm&Bi- 
gerweise wird in Abhangigkeit dieser Stormeldung ein Steuer- 
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befehl an die entsprechende Einheit zur Beseitigung der St3- 
rung tibertragen, falls die Einheit noch insoweit funktionsfa- 
hig ist. Handelt es sich bei der Starung urn eine Funktions- 
starung einer Fertigungseinheit 2, so kann ein entsprechender 
5 Steuerbefehl vom Leitstand 7 an der Bedieneinheit 3 angezeigt 
werden. Im einfachsten Fall kann das Bedienpersonal anhand 
des an der Bedieneinheit 3 angezeigten Steuerbefehls die Sta- 
rting sofort vor Ort beseitigen. 

10 Ist die Starung einer Fertigungseinheit 2 gravierender, ist 
beispielsweise ein Teil der Fertigungseinheit 2 defekt, so 
wird vom Leitstand 7 nach Erfassung der Starmeldung ein Steu- 
erbefehl an die Rechnereinheit 10 der Instandhaltungseinrich- 
tung der Anlage abgegeben. Dadurch kann das Bedienpersonal 

15 mit einer sehr kurzen Reaktionszeit den Fehler an der Ferti- 
gungseinheit 2 lokalisieren und beseitigen. 

Im Falle eines Defekts eines Teils einer Fertigungseinheit 2 
kann als Anwort auf die Starmeldung der betreffenden Ferti- 
20 gungseinheit 2 zudem auch vom Leitstand 7 ein Steuerbefehl an 
eine Rechnereinheit 11 des Ersatzteillagers der Anlage abge- 
sendet werden. Dies ermoglicht eine sehr schnelle Bereitstel- 
lung von Ersatzteilen, so daJJ die Fertigungseinheit 2 inner- 
halb sehr kurzer Zeit wieder lauffahig ist. 

25 

Zweckmafiigerweise werden die BetriebszustSnde sSmtlicher an 
den Leitstand 7 angeschlossenen Einheiten an wenigstens einer 
Rechnereinheit des Leitstands 7 fortlaufend angezeigt. Besoh- 
ders vorteilhaft werden die Betriebszustande an der Rechner- 
30 einheit graphisch angezeigt. Das Bedienpersonal des Leit- 
stands 7 kann somit fortlaufend kontrollieren, ob die Anlage 
einwandfrei arbeitet, oder ob sich kritische Zustande wahrend 
des Betriebs entwickeln. 

35 Prinzipiell kannen anstelle eines zentralen Leitstands 7 ftlr 
die Anlage auch mehrere dezentral arbeitende Leitstande 7 
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vorgesehen sein, an welche jeweils eine vorgegebene Anzahl 
von Einheiten angeschlossen ist. 


WO 00/68974 


PCT/DE00/014S2 


11 

Patentansprttche 

1. Anlage zur Bearbeitung von Wafern in wenigstens einem 
Reinraum mit einer Anordnung von Fertigungseinheiten zur 

5 Durchftthrung einzelner Fertigungsschritte und einem Trans- 
portsystem zum Transport der Wafer zwischen unterschiedlichen 
Fertigungseinheiten, dadurch gekennzeichne t , dafi we- 
nigstens ein Leitstand (7) zur automatischen Verfolgung und 
Steuerung des Materialf lusses der Wafer vorgesehen ist, wobei 
10 von den Fertigungseinheiten (2) und / oder dem Transportsys- 
tem die Wafer , die Fertigungseinheiten (2) und / oder das 
Transportsystem kennzeichnende ProzeBdaten in den Leitstand 
(7) eingelesen werden. 

2. Anlage nach Anspruch 1, dadurch g e kenn z e i chne t , 
15 daB der Leitstand (7) auBerhalb des Reinraums (1) angeordnet 

ist. 

3. Anlage nach einem der Ansprttche 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafl der Leitstand (7) wenigstens eine 
Rechnereinheit (10) aufweist, welche an die Fertigungseinhei- 

20 ten (2) und / oder an dezentrale Rechnereinheiten (9) am 
Transportsystem angeschlossen ist. 

4. Anlage nach einem der Ansprtiche 1 - 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi der Leitstand ( 7 ) an Betriebsdatener- 
fassungsgerate angeschlossen ist, 

25 5. Anlage nach einem der Ansprtiche 1 - A, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB wenigstens eine Rechnereinheit (10) 
f Or die Instandhaltungseinrichtung der Anlage an den Leit- 
stand (7) angeschlossen ist. 

6. Anlage nach einem der Ansprttche 1 - 5, dadurch ge- 
30 kennzeichnet , daB wenigstens eine Rechnereinheit (11) 

fttr die Verwaltung des Ersatzteillagers ftir die Anlage an den 
Leitstand (7) angeschlossen ist. 

7. Anlage nach einem der Ansprttche 1 - 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB von den an den Leitstand (7) ange- 

35 schlossenen Einheiten StSrmeldungen an den Leitstand (7) tt- 
bertragen werden. 
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8. Anlage nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
dafl in Abhangigkeit einer StGrmeldung einer an den Leitstand 
(7) angeschlossenen Einheit vom Leitstand (7) ein Steuerbe- 
fehl zur Beseitigung der Stbrung tlbertragen wird. 
5 9. Anlage nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
dafl in Abhangigkeit einer StOrmeldung einer an den Leitstand 
(7) angeschlossenen Einheit vom Leitstand (7) ein Steuerbe- 
fehl an die Rechnereinheit (10) der Instandhaltungseinrich- 
tung tlbertragen wird. 

10 10. Anlage nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl in Abhangigkeit einer StOrmeldung einer an 
den Leitstand (7) angeschlossenen Einheit vom Leitstand (7) 
ein Steuerbefehl an die Rechnereinheit (11) des Ersatzteilla- 
gers zur Orderung von Ersatzteilen tlbertragen wird. 

15 11. Anlage nach einem der Ansprttche 1 - 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl vom Leitstand (7) Steuerbefehle an die 
Fertigungseinheiten (2) zu deren Steuerung tlbertragen werden. 

12. Anlage nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, 
dafl tlber den Leitstand (7) Fertigungsparameter an die Ferti- 

20 gungseinheiten (2) tlbertragen werden. 

13. Anlage nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
dafl tlber den Leitstand (7) an eine Fertigungseinheit (2) Be- 
dienanweisungen ftlr das Bedienpersonal ausgegeben werden. 

14. Anlage nach einem der Ansprtiche 11 - 13, dadurch ge- 
25 kennzeichnet, dafl jede Fertigungseinheit (2) eine Be- 

dieneinheit (3) aufweist, in welche die Steuerbefehle von dem 
Leitstand (7) eingelesen werden. 

15. Anlage nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, 
dafl die Bedieneinheit (3) an der Fertigungseinheit (2) ange- 

30 ordnet ist. 

16. Anlage nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, 
dafl die Bedieneinheit (3) in einem aufierhalb des Reinraums 
(1) angeordneten Operatorraum angeordnet ist. 

17. Anlage nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, 
35 dafl in dem Operatorraum mehrere Bedieneinheiten (3) sowie der 

Leitstand (7) angeordnet sind. 
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18. Anlage nach einem der AnsprUche 12 - 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi vom Leitstand (7) das Transportsystem 
in Abhangigkeit der Fertigungsparameter fttr die Fertigungs- 
einheiten (2) gesteuert wird. 
5 19. Anlage nach einem der AnsprUche 1 - 18/ dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Betriebszustande der an den Leit- 
stand (7) angeschlossenen Einheiten am Leitstand (7) ange- 
zeigt werden. 

20. Anlage nach einem der AnsprUche 1 - 19, dadurch ge- 
10 kennzeichnet , dafi diese mehrere dezentral arbeitende 
Leitstande (7) aufweist, wobei an jeden Leitstand (7) eine 
vorgegebene Anzahl von Einheiten angeschlossen i"st. 
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V© (57) Abstract: The invention relates to a system for processing wafers in at least one clean room (1). The inventive system com- 
^ prises an arrangement of production units (2) for carrying out individual production steps and a transport system for transporting the 
O wafers between different production units (2). Furthermore, at least one control station (7) is provided for automatically tracking 

Oand controlling the material flow of the wafers. Process data is read in the control station (7) by the production units (2) and/or the 


transport system* 
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der PCT-GmeUe verwiesen. 


(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifit eine Anlage zur Bearbeitung von Wafern in wenigstens dnem Reinraum (1) mil 
einer Anordnimg von Fertigungseinheiten (2) zur DurchfUhrung einzelner Fertigungsschritte und einem Transportsystem zum Trans- 
port der Wafer zwiscben unterschiedlichen Fertigungseinheiten (2). Zudem ist wenigstens ein Leitstand (7) zur automatischen Ver- 
folgung und Steuerung des Materialflusses der Wafer vorgesehen, wobei von den Fertigungseinheiten (2) und/oder dem Transport- 
system Prozefldaten in den Leitstand (7) eingelesen werden. 
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